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BEYOND5 konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der FDX-Technologie in Dresden und entwickelt zusätzlich

eine Pilotlinie bei Soitec. Ziel ist, qualitativ hochwertige SOI-Substrate bereitzustellen, um eine hohe Ausbeute

und Leistung für 22FD und Next Gen 22FD und darüber hinausgehende Schaltungen zu ermöglichen. Darüber

hinaus werden fortgeschrittene Charakterisierungstechniken für FDX durchgeführt, um sowohl die Ausbeute bei

der Herstellung als auch die HF-Leistungseigenschaften zu verbessern. BEYOND5 zielt darauf ab, 22FDX-Chips in

den autonomen Fahr- und Fluganwendungen zu etablieren, indem verschiedene Arten von

Umweltdatenerfassungsgeräten (Radar, Bewegungssensoren) mit Dauerfunktionalität und Prozessoren

entwickelt werden, die auf den FDSOI-Plattformen aufbauen und vorteilhafte Leistungsmerkmale für Low-

Power-Anwendungen bieten.
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